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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その内部に回路基板を格納するための筐体であって、
　該筐体の外側および内側に開口する貫通孔と、
　該筐体の外側の表面から該貫通孔の内壁を通って該筐体の内側の表面に引き廻され、該
回路基板に導通される導電パターンと、
　該貫通孔を塞ぐ栓部材と、を備えており、
　該貫通孔における該筐体の外側の開口部の方が、該貫通孔における該筐体の内側の開口
部よりも大きく、
　該貫通孔は、該外側の開口部側から該内側の開口部側に向けて先細になるテーパ状の形
状を有し、
　該栓部材は、該外側の開口部側から該内側の開口部側に向けて先細になるテーパ状の形
状を有するものであって、絶縁性の注入材が固化したものであることを特徴とする筐体。
【請求項２】
　上記筐体が格納する回路基板は、無線通信のための回路基板であり、
　上記導電パターンは、アンテナエレメントであることを特徴とする請求項１に記載の筐
体。
【請求項３】
　上記筐体の外側の表面の少なくとも一部を覆う塗膜を備えており、
　該塗膜が、上記栓部材を覆っていることを特徴とする請求項１または２に記載の筐体。
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【請求項４】
　その内部に回路基板を格納するための筐体であって、
　該筐体の外側および内側に開口する貫通孔と、
　該筐体の外側の表面から該貫通孔の内壁を通って該筐体の内側の表面に引き廻され、該
回路基板に導通されるアンテナエレメントと、
　該貫通孔を塞ぐ栓部材と、を備えており、
　該貫通孔における該筐体の外側の開口部の方が、該貫通孔における該筐体の内側の開口
部よりも大きく、
　該アンテナエレメントは、該筐体の内側に該回路基板への接点を有し、該アンテナエレ
メントにおける、該接点に対して該貫通孔を通過する部分を挟んだ反対側の部分が、該筐
体の外側に配置されていることを特徴とする筐体。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の筐体と、
　上記回路基板とを備えていることを特徴とする無線通信装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板を格納する筐体および無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　貫通孔を有する筐体上に、当該貫通孔を通る導電パターンを形成する技術が開発されて
いる。例えば、非特許文献１には、光（レーザ）照射を利用するＬＤＳ（Ｌａｓｅｒ　Ｄ
ｉｒｅｃｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇ）法を用いて、テーパ状に形成された貫通孔に導電
パターンを設けることが記載されている。
【０００３】
　近年、このように形成した導電パターンをアンテナとして用いる携帯無線端末が開発さ
れている。当該携帯無線端末において、導電パターンが通過する貫通孔の形状は、テーパ
状であるとともに、外部から見たときに目立たないよう、筐体の内側に向けて開いていく
ように形成されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＬＰＫＦ、"Designing three-dimensional circuitry bodies(MIDs)"、
http://www.lpkfusa.com/mid/lasersystems.htmより２０１２年６月７日に取得
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のような従来技術では、導電パターンを通過させるための貫通孔が
存在するため、防水および防塵機能が得られない。本発明者らは、防水および防塵機能を
得るために、従来技術における貫通孔を注入材によって埋めた構成を検討したが、単に貫
通孔を注入材によって埋めるだけでは、問題が生じることを見出した。
【０００６】
　すなわち、図４（ａ）およびその拡大図である図４（ｂ）に示すように、外部から見た
ときに目立たないよう、筐体１０３の内側（図中Ｂ側）に向けて開いていくように形成さ
れた、テーパ状の貫通孔１０１を有する筐体１０３において、貫通孔１０１を注入材１０
２で埋めた場合、筐体１０３の外側（図中Ａ側）から圧力がかかったときに注入材１０２
を支持することができず、注入材１０２が筐体１０３の内側（図中Ｂ側）に外れてしまう
という問題がある。このことは、図４（ｃ）に示すように、筐体１０３が、円筒状の貫通
孔１１１を有する場合も、同様である。そして、注入材１０２が筐体１０３の内側（図中
Ｂ側）に外れてしまうと、防水および防塵性能が劣化する他、注入材１０２が筐体１０３
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内で動き回り、回路基板１０４等の部品を損傷または破損するおそれがある。そのため、
筐体１０３が有する貫通孔を好適に塞ぐための技術が求められている。
【０００７】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、導電パターンを通過させるための貫
通孔を有する筐体において、当該貫通孔を好適に塞ぐための技術を提供することを主たる
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る筐体は、その内部に回路基板を格
納するための筐体であって、該筐体の外側および内側に開口する貫通孔と、該筐体の外側
の表面から該貫通孔の内壁を通って該筐体の内側の表面に引き廻され、該回路基板に導通
される導電パターンと、該貫通孔を塞ぐ栓部材と、を備えており、該貫通孔における該筐
体の外側の開口部の方が、該貫通孔における該筐体の内側の開口部よりも大きいことを特
徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、貫通孔における筐体の外側の開口部の方が、貫通孔における
該筐体の内側の開口部よりも大きいため、貫通孔が、栓部材を筐体の内側から支持する形
状となっている。これにより、筐体の外側から圧力が掛ったときに栓部材が外れることを
防止することができ、貫通孔を好適に塞ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は、本発明の実施形態１に係る携帯端末を示す図であり、（ｂ）は、（ａ
）の貫通孔の周囲を拡大した図である。
【図２】本発明の実施形態２における貫通孔の周囲を拡大した図である。
【図３】本発明の実施形態３における貫通孔の周囲を拡大した図である。
【図４】（ａ）は、参考例に係る携帯端末を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の貫通孔の
周囲を拡大した図であり、（ｃ）は、別の参考例における貫通孔の周囲を拡大した図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１２】
　（携帯端末２０の構成）
　図１（ａ）は、本発明の実施形態１に係る携帯端末（無線通信装置）２０を示す図であ
り、（ｂ）は、（ａ）の貫通孔１を拡大した図である。
【００１３】
　携帯端末２０は、筐体３の内部に無線通信のための回路基板４を格納し、回路基板４に
実装されるハードウェアおよびソフトウェアにより、携帯端末として機能する。筐体３は
、貫通孔１、注入材（栓部材）２および導電パターン５を備えている。導電パターン５は
、コネクタ６を介して回路基板４に接続されており、携帯端末２０は、導電パターン５を
アンテナとして、無線通信する機能を有している。
【００１４】
　筐体３は、誘電体からなる構造物であり、例えば、樹脂等によって形成することができ
る。
【００１５】
　また、本明細書において、導電パターンとは、任意の形状に形成された膜状または板状
の導電体を意味する。導電パターン５は、筐体３の表面に設けられており、貫通孔１の内
壁を通って、筐体３の内側（図中Ｂ側）の表面から筐体３の外側（図中Ａ側）の表面に引
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き廻されている。すなわち、貫通孔１の内壁上に設けられた導電パターン５は、貫通孔１
が開口する二面（筐体３の図中Ａ側およびＢ側の表面）間を導電接続している。
【００１６】
　一つの局面において、導電パターン５は、ＬＤＳ（Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｔｒ
ｕｃｔｕｒｉｎｇ）法を用いて形成することができる。すなわち、筐体３を構成する樹脂
に有機金属を混合しておき、筐体３上の導電パターン５を形成する領域にレーザ照射する
ことによって、レーザ照射部にメッキを析出させたり、レーザ照射部が微細に荒れること
によって、メッキがそのレーザ照射部に結合し、導電パターン５を形成することができる
。導電パターン５を構成する物質は特に限定されず、導電性を有する物質（例えば、銅メ
ッキ、ニッケルメッキなどの金属）を用いればよい。なお、ＬＤＳ法により貫通孔１の内
壁に導電パターン５を形成する場合、貫通孔１が傾斜を有するテーパ形状であることが、
貫通孔１の内壁にレーザを照射する上で好ましい。
【００１７】
　貫通孔１は、筐体３を貫通するように設けられた孔であり、筐体３の外側（図中Ａ側）
および内側（図中Ｂ側）にそれぞれ付された導電パターン５同士を接続するために、筐体
３の外側（図中Ａ側）および内側（図中Ｂ側）にそれぞれ開口するように形成されている
。図１に示すように、貫通孔１は、貫通孔１における筐体３の外側（図中Ａ側）の開口部
の方が、貫通孔１における内側（図中Ｂ側）の開口部よりも大きくなるように形成されて
いる。より詳細には、筐体３の外側（図中Ａ側）から内側（図中Ｂ側）に向けて先細にな
る（径が狭まる）テーパ状の形状を有していている。これにより、上述したＬＤＳ法等に
より貫通孔１の内壁に導電パターンをより容易に形成することができる。なお、貫通孔１
の各開口部の形状は限定されず、円形の他、例えば、楕円形、多角形（三角形および四角
形を含む）、円または楕円と多角形とが複合した形状等が挙げられる。
【００１８】
　注入材２は、携帯端末２０の筐体３の内側に対する防水および防塵機能を実現するため
に、貫通孔１を塞ぐように設けられる。注入材２は、注入時には粘性のある液体状または
ジェル状であり、貫通孔１内に注入された後、固化（乾燥）するものであり得る。このよ
うな注入材２としては、特に限定されないが、例えば、液体糊、樹脂系の粘着剤、接着剤
、補強材等が挙げられる。なお、注入材２は、絶縁体であってもよし、導電性を有してい
てもよい。
【００１９】
　なお、貫通孔１が傾斜を有するテーパ形状であることが、貫通孔１内に注入材２を注入
する上で好ましい。
【００２０】
　（本実施形態の利点）
　上述したように、貫通孔１は、貫通孔１における筐体３の外側（図中Ａ側）の開口部の
方が、貫通孔１における内側（図中Ｂ側）の開口部よりも大きくなるように形成されてい
る。このような構造により、貫通孔１は、注入材２を筐体３の内側（図中Ｂ側）から支持
することができるため、筐体３の外側（図中Ａ側）から圧力がかかっても、注入材２が外
れて筐体３の内部に入ることはない。
【００２１】
　これにより、注入材２が外れ、筐体３の防水および防塵機能が劣化することを防止する
ことができる。また、注入材２が筐体３の内部に入り、回路基板４等の内部の部品を損傷
または破損することを防止することができる。また、注入材２として、導電性を有する物
質を用いた場合であっても、注入材２が筐体３の内部に入り、回路基板４をショートさせ
ることを防止することができる。
【００２２】
　また、図４に示したような構成では、注入材２が外れることを防止し得るように、注入
材２と筐体３との間の接着強度を考慮する必要があり、注入材２の材質等について設計制
約があるが、本実施形態では、貫通孔１が物理的に注入材２を支持するため、注入材２の



(5) JP 6234032 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

材質等についての設計制約が小さくなり、注入材２として、低損失体等の所望の機能を有
するもの、コストを低減し得るもの等、用途および仕様に合わせて、様々な物質を使用す
ることができる。
【００２３】
　また、図１（ｂ）に示すように、貫通孔１における筐体３の外側（図中Ａ側）の開口部
の方が、貫通孔１における内側（図中Ｂ側）の開口部よりも大きいため、貫通孔１におけ
る内側（図中Ｂ側）の開口部の方が大きい場合に比べて、導電パターン５およびコネクタ
６の接点３２と、貫通孔中心３１との間の距離３３を短くすることができる。なぜなら、
貫通孔１における筐体３の内側（図中Ｂ側）の開口部が大きくなると、貫通孔中心３１近
くに接点３２を設けることができないためである。これにより、筐体３の内側（図中Ｂ側
）に必要となる導電パターン５の長さを短くすることができる。例えば、接点３２から、
貫通孔１の反対斜面まで引き廻される導電パターン５の長さを短くすることができる。こ
れにより、導電パターン５（アンテナエレメント）の全長を、所望の使用周波数帯域に対
応した長さにする場合に、筐体３の内側（図中Ｂ側）に必要となる導電パターン５の長さ
を短くして、筐体３の外側（図中Ａ側）に配置された導電パターン５（アンテナエレメン
ト）の長さを長くすることができる。これにより、筐体３の外側にアンテナエレメントを
配置して、回路基板４等の金属から距離を取ることが出来るため、アンテナ性能を改善す
ることができる。
【００２４】
　（変形例）
　なお、導電パターン５は、アンテナエレメントとしての用途以外にも様々な用途に用い
ることができる。例えば、一つの局面において、導電パターン５は、筐体３の内側（図中
Ｂ側）と外側（図中Ａ側）とを導電接続するために使用することができる。例えば、筐体
３の外側（図中Ａ側）に、板金等のグランドを配置し、導電パターン５と導通することに
より、板金等のグランドと回路基板４とを導電パターン５を介して電気的に接続すること
ができる。
【００２５】
　また、導電パターン５の形成方法はＬＤＳ法に限定されるものではない。例えば、導電
ペースト、導電インク等を筐体３上に印刷してもよいし、ＭＩＤ（Ｍｏｌｄｅｄ　Ｉｎｔ
ｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）法を用いてもよいし、導電性の薄膜を筐体３に貼
付けてもよい。
【００２６】
　また、貫通孔１を塞ぐ部材は、貫通孔１に注入される注入材２に限定されず、貫通孔１
を塞ぐ栓となる栓部材であればよい。当該栓部材は、例えば、貫通孔１に挿入される弾性
体等であり得る。
【００２７】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について、図２に基づいて説明すれば、以下のとおりである。な
お、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、
同じ符号を付記し、その説明を省略する。また、実施形態１における変形例は、同様に適
用することができる。
【００２８】
　図２は、本発明の実施形態２における貫通孔１１の周囲を拡大した図である。図２に示
すように、貫通孔１１は、筐体３の外側（図中Ａ側）から内側（図中Ｂ側）に向かって径
が狭まるような段差を有し、貫通孔１１における筐体３の外側（図中Ａ側）の開口部の方
が、貫通孔１１における内側（図中Ｂ側）の開口部よりも大きくなっている。実施形態２
においても、実施形態１と同様、貫通孔１１が注入材２を筐体３の内側（図中Ｂ側）から
支持するため、筐体３の外側（図中Ａ側）から圧力が掛ったときに注入材２が外れて筐体
３の内部に入ることを防止することができる。また、貫通孔がテーパ形状を有する場合と
は異なり、筐体３の厚さが増しても、貫通孔１１における筐体３の外側（図中Ａ側）の開
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口部の大きさが変わらないという利点がある。
【００２９】
　〔実施形態３〕
　本発明の他の実施形態について、図３に基づいて説明すれば、以下のとおりである。な
お、説明の便宜上、実施形態１にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同
じ符号を付記し、その説明を省略する。また、実施形態１における変形例は、同様に適用
することができる。
【００３０】
　図３は、本発明の実施形態３における貫通孔１の周囲を拡大した図である。図３に示す
ように、貫通孔１の形状は、実施形態１と同様、筐体３の外側（図中Ａ側）に向かって径
が大きくなるすり鉢状である。このように、筐体３の外側（図中Ａ側）に向けて貫通孔１
が開いているため、筐体３の外側（図中Ａ側）から注入材２を引っ掛ける力が働くと、注
入材２が外れてしまうおそれがある。これに対し、実施形態３では、筐体３の外側（図中
Ａ側）の表面の少なくとも一部を覆う塗膜７を備えており、塗膜７は、注入材２を覆うよ
うに形成されている。塗膜７が固着することによって、注入材２と筐体３とが接着する力
に加えて、塗膜７の固着力も加わるので、注入材２をより強固に筐体３に固定することが
できる。また、塗膜７が注入材２と筐体３との段差を埋めるため、筐体３と注入材２との
間の境界を滑らかにし、引っかかりを低減することにより、注入材２が外れることをさら
に好適に防止することができる。
【００３１】
　また、本実施形態では、塗膜７によって注入材２が外れることをさらに好適に防止する
ことができるため、注入材２の材質等についての設計制約がさらに小さくなり、様々な物
質を使用することができる。また、塗膜７により注入材２の腐食から保護することができ
るため、導電性を有する注入材２等を首尾よく使用することができる。
【００３２】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る筐体は、その内部に回路基板（４）を格納するための筐体（３）
であって、該筐体の外側および内側に開口する貫通孔（１）と、該筐体の外側の表面から
該貫通孔の内壁を通って該筐体の内側の表面に引き廻され、該回路基板に導通される導電
パターン（５）と、該貫通孔を塞ぐ栓部材（注入材２）と、を備えており、該貫通孔にお
ける該筐体の外側の開口部の方が、該貫通孔における該筐体の内側の開口部よりも大きい
ことを特徴としている。
【００３３】
　上記の構成によれば、貫通孔における筐体の外側の開口部の方が、貫通孔における該筐
体の内側の開口部よりも大きいため、貫通孔が、栓部材を筐体の内側から支持する形状と
なっている。これにより、筐体の外側から圧力が掛ったときに栓部材が外れることを防止
することができ、貫通孔を好適に塞ぐことができる。
【００３４】
　本発明の態様２に係る筐体では、上記態様１において、上記筐体が格納する回路基板は
、無線通信のための回路基板であり、上記導電パターンは、アンテナエレメントであって
もよい。
【００３５】
　上記の構成によれば、筐体の外側の表面に設けられた導電パターンをアンテナエレメン
トとして使用することにより、効率良く無線通信を行うことができる。特に、上記の構成
によれば、貫通孔における筐体の外側の開口部の方が、貫通孔における筐体の内側の開口
部よりも大きいため、筐体の内側の開口部の方が大きい場合に比べて、導電パターンと回
路基板との接点を貫通孔の近くに配置することができる。これにより、筐体の外側にアン
テナエレメントを配置して、回路基板等の金属から距離を取ることが出来るため、アンテ
ナ性能を改善することができる。
【００３６】
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　本発明の態様３に係る筐体は、上記態様１または２において、上記貫通孔が、上記筐体
の外側から上記筐体の内側に向けて先細になるテーパ状の形状を有していてもよい。
【００３７】
　上記の構成によれば、貫通孔内に栓部材をより好適に注入することができる。また、例
えば、ＬＤＳ（Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇ）法等を用いて、貫
通孔の内壁に導電パターンをより容易に形成することができる。
【００３８】
　本発明の態様４に係る筐体は、上記態様１～３において、上記筐体の外側の表面の少な
くとも一部を覆う塗膜を備えており、該塗膜が、上記栓部材を覆っていてもよい。
【００３９】
　上記の構成によれば、塗膜が固着することによって、栓部材をより強固に筐体に固定す
ることができるとともに、塗膜によって、筐体と栓部材との間の境界を滑らかにし、引っ
かかりを低減することにより、栓部材が外れることをさらに好適に防止することができる
。
【００４０】
　本発明の態様５に係る無線通信装置（携帯端末２０）は、上記態様１～４における筐体
と、上記回路基板とを備えていることを特徴としている。
【００４１】
　上記の構成によれば、上記態様１～４と同等の効果を奏する。
【００４２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、回路基板を格納する筐体を備えた電子機器に幅広く利用することができ、特
に、スマートフォン、タブレット端末等の無線通信装置において、好適に利用することが
できる。
【符号の説明】
【００４４】
　１、１１　貫通孔
　２　注入材（栓部材）
　３　筐体
　４　回路基板
　５　導電パターン
　６　コネクタ
　７　塗膜
　２０　携帯端末（無線通信装置）
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